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ABSTRAKT

Tato prace se zabyva historii pocitacovych komponent a jejich zobrazenim na
demonstracnich panelech pro vyukové ucely. Soucasti této prace jsou také www stranky,
na kterych je stru¢ny, ale vystizny popis vSech pouzitych komponent ve vSech jejich
aspektech. Stézejni Casti této bakaldiské prace byla samotnd realizace demonstracnich

panelll od vybéru vhodného typu néstének a komponent az po samotnou realizaci.

Kli¢ova slova: Procesor, zdkladni deska, pamét'ovy modul, graficka karta, pevny disk

ABSTRACT

This project deals with the history of computer components and their representation on
demonstration panels for educational purposes. This work also includes WWW pages
which contain brief but thorough description of all the used components in all their
aspects. The main part of this bachelor's thesis is the construction of demonstration panels,

from the choice of suitable type of panels and components to the actual implementation.

Keywords: Processor, motherboard, memory module, graphic card, hard disk
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UvVOoD

Tato bakalafskd prace byla vytvofena pro predmét TVP (technické vybaveni
pocitaclti) jako nazornd pomicka pro vyuku tohoto pfedmétu. Mnou vytvorené
demonstracni panely obsahuji historicky vyvoj zakladnich pocitacovych komponent jako
jsou zakladni desky, procesory, pamét'ové moduly, grafické karty a dal$i periferie pottebné
pro chod pocitace. Tato historie je zaznamenana od pocatku 80. let 20. stoleti aZz po
soucasnost (rok 2007) a je rozdélena do dvou paneli. Na prvnim panelu je vyvoj
komponent od roku 1982 do roku 1998. Druhy panel zobrazuje vyvoj od roku 1998 az po
soucasnost. Treti demonstracni panel obsahuje funk¢ni prototyp pocitace, propojovaci
kabely a v sou€asnosti pouzivané pamétové karty. Soucasti této bakalatské prace jsou také
jednoduché www stranky v HTML koédu s vyuzitim JavaScriptu, které interaktivné
popisuji samostatné demonstracni panely a hardware na nich pouzity. Tyto www stranky
bezi na jiz zminovaném prototypu pocitace, ktery se sklada ze zékladni desky, zdroje a
dvou pevnych diskli. Soucasti tohoto prototypu pocitace je i 17* dotykovy LCD monitor.
Dotykovy monitor je zde pouzit pro snadné zjisténi potfebnych informaci o pouzitém

hardwaru.
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I. TEORETICKA CAST
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1 VYVOJ POCITACOVYCH KOMPONENT

VSechny komponenty pouzité na demonstra¢nich panelech jsou komponenty vytvoieny
podle standardd firmy IBM po roce 1980 nebo podle pozdéjsSich standardi, které z nich
vychézely. [4]

1.1 Vyvoj procesori

Mozkem ¢i motorem celého PC je procesor (n¢kdy téZ mikroprocesor) neboli CPU. CPU
provadi v systému veskeré vypocty a ovliviiuje vykon celého pocitace. Mezi zakladni
parametry procesoru patii rychlost, efektivita mikrokodu, pocet instrukénich kanald, Sitka

pienosu dat a slova, velikost adresovatelné paméti a interni cache paméti. [1]

vydani.

Tabulka 1 Jednotlivé typy procesoru

Rok Typ
1982 80286 (neboli Intel286)

1985 80386 (neboli Intel386, 386DX, 386 sx)

1989 80486 (neboli Intel486), typy: sx, DX, DX2, DX4

1993 Intel Pentium

1993 AMD AmA486

1995 Intel Pentium Pro (P6)

1995 AMD-K5

1997,1998 | AMD-K6, AMD-K6-2

1998 Intel Pentium Il typy: Klamath, Xeon, Celeron, Mobile

1999 Pentium 11l

1999-2005 | AMD-K7 (Athlon, Duron, Athlon XP, Sempron)

2000-dosud | Intel Pentium 4 (jadra: Willamette, Northwood, Prescott)

2003-dosud | AMD-K8 (Athlon 64, Athlon 64 FX, Sempron, Opteron)

2006-dosud | Intel Core duo, Intel Core 2 duo

1.1.1 Procesor Intel 80286

Tento procesor s oficidlnim nazvem iAPX 286 je 16bitovy mikroprocesor s registry o Sifce
16bit a byl vydan vroce 1982. Obsahuje 24bitovou adresovou sbérnici a l6bitovou
datovou sbérnici a proto jako prvni pfinesl mozZnost adresovat 16 MB paméti.
Technologicky skok tohoto procesoru spocival v rezimu Protected mode, ktery slouzi na
podporu multitaskingovych systéml (soubézné vykondvajicich vice programil) a neni

kompatibilni s mody ptedchozich procesort. Vyrabél se v pouzdrech PGA a PLCC.
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1.1.2 Procesor Intel 80386

Tento procesor byl prvni 32bitovy mikroprocesor. Obsahoval 32bitovou adresovou a
datovou sbérnici a plné podporoval multitasking. Tento procesor ma tii médy ¢innosti -
realny, chranény a virtualni. V roce 1985 se vyrabéla verze DX s 32bitovou sbérnici, ktera
byla schopna adresovat az 4 GB paméti. V roce 1988 byla vydana verze SX pro mobilni
pocitace s externi sbérnici, ktera byla jen 16bitova, a mohla adresovat jen 16 MB paméti.
Obsahoval rychlou vyrovnavaci pamét’ TLB. Vyrabél se v pouzdrech PGA, PQFP, PLCC

(pouze verze SX).

Prvni pocita¢ s procesor 386 neuvedla firma IBM, jak tomu bylo u vSech piedchozich

procesort, ale firma Compagq. [4]

1.1.3 Procesor Intel 80486

Tento procesor je zpétné kompatibilni s procesorem Procesor Intel 80386. Byla to vlastné
jen jeho vylepSena verze, ktera obsahovala jiz integrovanou cache pamét’ o velikosti 8 kB a
matematicky koprocesor 80387. Byl vyrabén v pouzdie PGA s 168 vyvody. Procesor
180486 dokdzal na rozdil od ptedchozich modelii provadét nékteré cCasto provadéné
instrukce v jednom taktu (napt. MOV). [4] Provadi zietézené zpracovani instrukci v jedné
front¢ (skalarni procesor). Procesory 80486 se vyrabéli ve vice variantdich DX, DX2, DX4

a levna varianta SX bez matematického koprocesoru.

1.1.4 Procesor Intel Pentium

Tento procesor se objevil vroce 1993. Je to 32bitovy procesor s 64bitovou datovou
sbérnici a ma integrovany vsSechny vlastnosti Procesor Intel 80486 a navic poskytuje
strankovaci reZim. Obsahuje L1 cache o velikosti 16 kB. Polovina pro instrukce a druha
pro data. Byl vyrabén v pouzdie PGA s 273 vyvody. Pentium je jiz superskalarni procesor.
Obsahuje dvé fronty pro zietézené zpracovani instrukci (béhem taktu mize dokoncit dvé
instrukce). Procesor obsahuje Branch prediction coz je dynamicka predpovéd’ vétveni pro
efektivnéjsi praci. Pro dynamickou piedpoveéd’ vétveni mé Pentium specidlni pamét’ BTB.

Je zde opét vylepSena efektivita mikrokodu.
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1.1.5 Procesor AMD Am486

Tento procesor se objevil v roce 1993 a byl to v podstaté klon procesoru Procesor Intel
80486. Obsahoval 32bitovou datovou i adresovou sbérnici a mohl tedy adresovat 4 GB
paméti. Vyrabél se ve variantach DX2, DX4, DX5 (Am5x86). Klony procesoru Procesor
Intel 80486 a starSich typi délalo vice firem, napiiklad AMD, IBM, Cyrix a dalsi.

1.1.6 Procesor Intel Pentium Pro

Pentium Pro se objevilo v roce 1995 a je to superskaldrni procesor jiz se tfemi frontami pro
zietézené zpracovani instrukci. Novinkou u tohoto procesoru je integrace externi cache
paméti ozna¢ovana jako L2 cache pamét’ o velikosti 256 nebo 512 kB, kterd je umisténa
v pouzdie procesoru na samostatném Cipu a s procesorem je propojena specidlni sbérnici.
Diky této sbérnici se data mezi L2 cache a procesorem pienaseji rychleji. Je to soucast
nové¢ architektury oznacované jako DIB (Dual Independent Bus). Procesor je vybaven
36bitovou adresovou sbérnici, kterd dovoluje adresovat az 64 GB paméti. Pouziva nové
techniky, jako naptiklad vykondvani instrukci mimo pofadi nebo zdokonalené

pfedpovidani vétveni.

1.1.7 Procesor AMD K5

Tento procesor byl uveden v roce 1995. Snazil se konkurovat Procesor Intel Pentium, ale
mél velké problémy s kompatibilitou. Obsahoval 16 kB L1 cache pro instrukce a 8 kB pro
data. Byl ur¢en do zékladnich desek Intel Pentium pro socket 7 nebo socket 5. Oznacovaly
se pomoci PR (Pentium Rating) PR 75, PR 90, PR 100. Cip byl piepracovan a uveden v
novych verzich PR 120, PR 133, PR 166, PR 200. PR oznacoval frekvenci procesorti Intel,
které byli stejné¢ vykonné jako procesory AMD s niz8§imi frekvencemi. Jeho skute¢né
frekvence byly od 75 MHz do 133 MHz. Obsahoval také technologie pro dynamické

vykonavani instrukci a pfedpovidani vétveni.

1.1.8 Procesor AMD K6

Tento procesor byl uveden v roce 1997. Obsahoval 32 kB L1 cache pro instrukce a stejné
mnozstvi pro data. Byl rozSifen o technologii MMX (57 novych multimedidlnich
instrukci). Obsahoval technologie pro dynamické vykonavani instrukci, ptredpovidani

veétveni, spekulativni vykonavani instrukci, provadéni instrukci mimo potadi,
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piejmenovani registri, obsahoval vestavénou jednotku pro vypocty s desetinnymi Cisly
(FPU). Byl urcen pro zékladni desky procesoru Pentium a socket 7 coZ snizovalo jeho

vykon. Vyrabél se o frekvencich 166 - 300 MHz.

1.1.9 Procesor AMD K6-2

Tento procesor byl uveden v roce 1998. Byl urcen pro socket 7. Vnitini datova sbérnice
meéla 32 bitl, vnéjsi datova sbérnice méla 64 bitd. L1 cache byla stejné velkd jako u
Procesor AMD K6. K6-2 procesory nemaji svoji vlastni vyrovnavaci pamét L2 cache.
Sekundarni vyrovnavaci pamét’ byla ptitomna na zékladni desce, a to od 512 kB do 2 MB
(prace s ni probih4 na frekvenci sbérnice). Tento procesor byl rozsifen o instrukéni sadu
3DNow! (13 novych instrukci), samoziejmé obsahoval také instrukce MMX. Frekvence se

pohybovali v rozmezi 200 — 550 MHz.

1.1.10 Procesor Intel Pentium I1

Byl uveden v roce 1998. Vychdzel z Procesor Intel Pentium Pro. Byl to opét superskalarni
procesor a obsahoval 3 fronty pro zietézené zpracovani instrukci. Obsahoval 16 kB L1
cache pro instrukce a stejné mnozstvi pro data. Obsahoval také 512 kB L2 cache, ktera
komunikovala s procesorem skrz vlastni DIB sbérnici. Jeho frekvence se pohybovali
v rozmezi 233 az 450 MHz. Procesor je vybaven 36bitovou adresovou sbérnici, ktera
dovoluje adresovat az 64 GB paméti. Obsahoval technologii MMX (podpora novych
multimedialnich instrukci), Dynamic Execution Technology, FPU jednotku pracujici
s 32bitovymi, 64bitovymi a 80bitovymi c¢isly. Na zadkladni desku se osazoval do

specidlniho konektoru oznacovaného jako slotl. [2,5]

1.1.11 Procesor Intel Pentium II1

Objevil se vroce 1999. Obsahoval 16 kB L1 cache pro instrukce a stejné mnozstvi pro
data. Obsahoval také 256 nebo 512 kB L2 cache paméti, kterd komunikovala s procesorem
skrz vlastni DIB sbérnici. Jeho frekvence se pohybovali v rozmezi 450 MHz az 1,4 GHz.
Obsahoval stejné technologie jako Procesor Intel Pentium II. Obsahoval sériové Eislo a
SSE instrukce (70 novych instrukei pro multimedidlni aplikace) a novou jednotku pro
zpracovani ¢isel s pohyblivou desetinou ¢arkou. Byl vyrdbén v pouzdie pro slotl, a socket

370.[4]
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1.1.12 Procesory AMD K7

Procesory této rodiny byly uvedeny vroce 1999. Byly to procesory Athlon, duron a
pozdéji Athlon XP a Sempron (levna varianta Athlonu XP). Athlon obsahoval 64 kB L1
cache pro instrukce a stejné mnozstvi pro data. Obsahoval také 256 kB az 512 kB L2 cache
paméti. Athlon podporoval tehdy nové pamétové standardy (RDRAM a DDR SDRAM).
Podporoval technologii MMX, technologii 3DNow! a také Enhanced 3DNow! (nové
instrukce pro praci s grafikou a zvuky). Vyrabéli se na frekvencich 500 MHz az 2,33 GHz.
Nejdiive pro Slot A (nem¢li vlastni L2 cache) a pozdéji pro Socket A. Vyrabély se i levné
varianty Athlonu s ozna¢enim Duron, které obsahovali jen 64 kB L2 cache, méli pomalejsi

sbérnici a jejich frekvence se pohybovaly od 600 do 1800 MHz.

1.1.13 Procesor Intel Pentium 4

Tento procesor spatiil svétlo svéta v roce 2000 a byl postaven a Uplné nové architekture
NetBurst. Jeho frekvence se pohybuji od 1,3 GHz do 3,8 GHz. Obsahoval také 256 kB az 2
MB L2 cache paméti. Obsahoval dvojnasobnou hloubku zietézeného zpracovani oproti
procesoru Procesor Intel Pentium III, systémova sbérnice pracuje s frekvenci 400, 533,
800, nebo 1066 MHz, obsahuje dvé ALU jednotky, takze zédkladni operace jsou provadény
béhem poloviny taktu. Pentium 4 ptinadsi také rozSifeni instrukéni sady o SSE2 (144
novych instrukei pro praci s Cisly a spravu paméti) a pozdéji SSE3 (13 novych instrukci
pro multimedia a hry). Pozd¢ji vyrobené procesory jiz umi HyperThreading Technology
(umoziuje spoustét nardz dveé vlakna) a obsahuji L3 cache a technologii EM64T (dovoluje
potenciondln¢ 64bitové adresovani paméti). Vyrabi se i levné varianty s oznacenim

Celeron a Celeron D.

1.1.14 Procesory AMD K8

Tyto procesory byly vypustény na trh az v roce 2003. Patii sem Athlon64, Athlon64 FX,
Sempron (levna varianta) a Opteron (serverovy procesor). Zakladem procesoru jsou tfi
pary ALU a AGU jednotek (jednotky pro vypocet celych &isel) a dvé vypocetni FPU
jednotky plus jedna FPU jednotka na ukladani dat. Obsahuji osmipolozkovy ftadi¢
instrukei. Jsou postaveny na nové architektuie AMD64 (vznikly dva nové mody Legacy
mod, ktery obsahoval mody Procesor Intel 80386 a Long mdd, ktery je 64bitovy). U téchto

64bitovych procesort je plnd podpora 64bitovych Cisel, doslo k rozsifeni registrt a jejich
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poctu. Byl integrovan pamétovy fadi¢ pifimo do procesoru. Déle doslo k rozsifeni
fyzického a virtudlniho adresového prostoru a k implementaci SSE instrukci a k
implementaci spofici technologie Cool’n’Quiet, ktera v piipad¢ klidu automaticky snizuje
frekvenci a napéti Cipu. Tyto procesory se vyrabi pro Sockety 754, 939, 940 a AM2.
Obsahuji 64 kB L1 cache pro instrukce a stejné mnozstvi pro data a 512 az 1024 kB L2

cache. Vyrabi se o frekvencich 1,8 az 2,8 GHz a nékteré z nich maji v pouzdie dv¢ jadra.

1.1.15 Procesor Intel Core Duo, Core 2 Duo

Tyto procesory se objevily v roce 2006. Jejich frekvence se pohybuji od 1,06 GHz do 2.93
GHz. Kazd¢ jadro obsahuje 32 kB L1 cache pro instrukce a stejné mnoZstvi pro data. L2
cache ma 2 az 4 MB. Obsahuji vSechny SSE instrukce (velky vykon pfi zpracovani téchto

instrukci), ochranny XD bit, podporu 64bitovych instrukei.

Technologie Wide Dynamic Execution umoznuje béhem jednoho cyklu zpracovat n¢kolik
instrukei. Smart Memory Access zvySuje celkovy vykon systému tim, Ze optimalizuje
vyuziti dostupného pasma pro pienos dat. Advanced Smart Cache zajistuje efektivnéjsi a

rychlej$i praci systému vyrovnavaci paméti. [8]

1.2 Vyvoj pamétovych moduli

Pamét’ typu RAM (Random Access Memory) slouzi v dnesSnich pocitacich jako hlavni
(nékdy se téz nazyva operacni) pamét. Nazev RAM ziskala pamét v dob¢, kdy se k
pamétovym médiim pfistupovalo sekvencné (jako k pasce). Pamét RAM proto vynikala

predevsim moznosti pfistupu na libovolné misto. [4]

Tabulka 2 Typy operacnich paméti

Rok Typ

1987 FPM DRAM

1993,1995 |EDO DRAM, Burst EDO DRAM

1996 Synchronous Dynamic RAM (SDRAM)

1999 Direct Rambus DRAM (DRDRAM, neboli RDRAM)
2000 Double Data Rate (DDR) SDRAM

2003 DDR2 SDRAM

2007 DDR3 SDRAM
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Dal$im moznym délenim muze byt pouzity modul paméti

Tabulka 3 Pamét'ové moduly

SIPP

SIMM (30 nebo 72)

DIMM (SDR, DDR, DDR2, DDR3)
RIMM

1.2.1 FPM DRAM

Tento typ paméti se objevil v roce 1987 a je to nejmén¢ dimyslny typ paméti. Dodavali se
s ptistupovou dobou 70 a 60 ns. Pfistupova rychlost u této paméti je 5-3-3-3 pro davkové
pfecteni Ctvetice dat. Posloupnost Cinnosti: aktivace fadku, aktivace sloupce, ¢teni dat,
prenos dat do procesoru. Vyrabély se v modulech SIMM-72 (s datovou Sitkou 32 bitd, 72

vyvodu).

1.2.2 EDO RAM

Tento typ paméti se objevil vroce 1993. Piistupova rychlost tohoto typu je 5-2-2-2 a
pristupova doba je 70, 60, 50 ns. Vyrabély se v modulech SIMM-72 a DIMM (s datovou
Sitkou 64 bitl, 168 vyvodil). Teoretické zrychleni od FPM DRAM ¢ini asi 27%.

1.2.3 BEDO RAM

Tento typ paméti se objevil v roce 1995. Data Cte v davkach. Pristupova rychlost tohoto
typu je 5-1-1-1. Teoretické zrychleni od EDO RAM C¢ini asi 50%. Nevyhodou byla mala
podpora Cipsetll. Fungovala tak, zZe se misto jedné pamétové adresy nacitaji najednou Ctyfi.

Brzo byli vytlaceny lepSimi SDRAM.

1.2.4 SDRAM

Poprvé se objevily v roce 1996. Je to prvni synchronni pamét, to znamena, ze tato RAM je
schopna obsluhovat vSechny vstupni a vystupni signaly synchronizované se systémovymi
hodinami. Pfistupova rychlost je 5-1-1-1. Pracuje na principu diskového pole. Proklada
pamétova pole tak, ze zatimco s jednim se pracuje (Cte se), tak druhé se ptipravuje na
nasledujici pfistup. Adresové, fidici a datové signdly jsou synchronizovény jednémi

synchroniza¢nimi pulsy. Jsou jesté¢ o dalSich 20% rychlejsi nez EDO a vyrovnaji se
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pristupovou dobou s BEDO RAM (5-1-1-1). Vyréb€ly se v modulech DIMM s 168
vyvody.

1.2.5 RDRAM

Objevily se roku 1999 a je vyrobkem spolecnosti Rambus ve spolupraci s firmou Intel.

UmozZiuje pienosovou rychlost az 600 MB/s (aZ 10x rychlej$i nez konvenéni RAM) coz

Mrwe

RIMM (s datovou $itkou 16 bitd, 184 vyvodu).

1.2.6 DDR SDRAM

Tento typ paméti se objevil vroce 2000 a byl vyvinut firmou Samsung. Poprvé byly
pouzity u Procesory AMD K7. DDR paméti dosahuji vyssiho (az dvojnasobného) vykonu
nez SDRAM diky pfenaSeni dat na vzestupné i sestupné hran¢ hodinového signalu. Vyrabi

se v modulech DIMM s 184 vyvody o frekvencich 200 az 550 MHz.

1.2.7 DDR2 SDRAM

Zacali se pouzivat v roce 2003 u ¢ipovych sad Intel 9xx a poté v roce 2006 u ¢ipové sady
AMD AM2. Dosahuji daleko vysSich frekvenci (533 az 1250 MHz) a propustnosti nez
DDR SDRAM a také maji niz§i spotiebu elektrické energie (1,8V oproti 2,5V).
Nevyhodou téchto paméti jsou vyssi latence (Casovani). Vyrabi se v modulech DIMM

s 240 vyvody.

1.2.8 DDR3 SDRAM

Tyto paméti byli definovany jiz v roce 2005, ale na trh se dostanou az v druhé poloviné
roku 2007 s novym D¢leni podle ¢ip od firmy Intel. Maji mit opét nizsi spotiebu nez
pfedchozi paméti a to jen 1,5V. A také maji dosahovat vysSich frekvenci a tim padem i
propustnosti nez DDR2 SDRAM. Vyrabi se v modulech DIMM s 240 vyvody, ale s DDR2

SDRAM neni kompatibilni (zafez je na jiném mist¢).

1.3 Vyvoj zakladnich desek

NS4

nekolika vrstev plosnych spojti, které umoziuji komunikaci vSech zatizeni v pocitaci.
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Motherboardy se piedevsim d€li podle podporovanych procesort. Z historického hlediska
to byly predevsim desky, které podporovaly procesory 8088, 80286, 880386 a 80486. Tyto
desky se vyrabély spole¢né pro procesory firmy Intel, AMD atd. Az ptichod procesoru
Pentium spolecnosti Intel s sebou nesl odliSnosti v procesorech rtiznych firem a tak se také
zakladni desky zacaly dé€lit do rodin. [7] Dnes mame na trhu mnoho typt patic (socketl)

pro procesory a tim padem 1 riznych typt zakladnich desek.

Zékladni desky se lisi také svou velikosti (formou). Jednotlivé formy, které¢ jsou uvedeny v
Tabulka 4 se vyvinuly z ptivodniho tvaru Baby-AT, ktery se pouzival v pocitacich XT a
AT firmy IBM. [4]

Tabulka 4 Formy zakladnich desek

Forma Popis
Baby-AT Deska puvodniho IBM PC XT, pouze DIN konektor
ATX Pro bézné pocitace, nabizi velkou flexibilitu (az 7 slotd pro rlizné karty)

Mirné zmensSena verze ATX, Ize instalovat do ATX skfini, (az 6 slotl pro rizné
Mini-ATX karty)
Micro-ATX Ur€eno pro levné pocitate, zmensena verze ATX

Flex-ATX Nejlevnéjsi forma pro pocitace desktop nebo minitower
NLX Ur€ena pro podnikové pocitace, rychly a snadny servis
WTX Ur€ena predevsim pro vysoce vykonné pracovni stanice a servery

1.3.1 Déleni podle ¢ipové sady

Jadrem zakladni desky je ¢ipova sada. Je to nejdulezitéjsi cast zdkladni desky. Stara se o
komunikaci mezi jednotlivymi ¢astmi zakladni desky a zaroven zarucuje spolupraci s
dal$imi komponentami pocitace. Dnes je pfi vybéru zékladni desky dilezity i vybér ipoveé

sady.[7]

1.3.2 Déleni podle rozsirujicich sbérnic

Jiz v dobé uvedeni prvnich PC byly standardizovany rtizné typy sbérnic. Nové typy sbérnic
vznikaji pfedev§im nedostatenym vykonem téch plvodnich. Zakladnim rozdilem mezi

sbérnicemi je mnozstvi a rychlost pfenosu dat.

Tabulka 5 Typy rozsitujicich sbérnic

Rok Typ sbérnice
1981 ISA

1987 MCA

1988 EISA

1992 VL bus (VESA)
1992 PCI
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1995 FireWire

1995, 1999 |USB 1.1, USB 2.0
1996 AGP

2004 PCI Express

1.3.2.1 Sbérnice ISA

Nachéazela se vjiz vprvnich IBM PC plvodné byla 8bitovd. Vroce 1984 byla
standardizovana 16bitova verze. Rychlost novéjsi verze byla 8,33 MHz. Maximalni

teoretickd prenosova rychlost byla 8 MB/s (redlna rychlost byla asi 4 MB/s).

1.3.2.2 Sbérnice MCA a EISA

Objevily se v roce 1987 a 1988 a mély nahradit Sbérnice ISA, coz se nepodaftilo. Byly to
32bitové od sebe odlisné systémy. EISA byla zpétné¢ kompatibilni s ISA sbérnici a zvladala
teoretickou ptrenosovou rychlost 33 MB/s. MCA sbérnice meéla naprosto odliSnou
architekturu nez sbérnice ISA a to diky patentliim IBM, kviili kterym byla velmi izolovana.

Dosahovala teoretické rychlosti 21,4 MB/s.

1.3.2.3 Sbérnice VL bus

Je to v podstaté pouze rozsifeni Sbérnice ISA, Sbérnice MCA a EISA (za ISA slot je
umistén dalsi slot). Nékdy se také oznacuje jako VESA sbérnice. Oproti Sbérnice PCI je
koncipovana jak lokalni sbérnice. VL bus pracuje vzdy pracuje s frekvenci procesoru.
Maximalni pfenosova rychlost je 133 MB/s u verze VLB 1.0 a 160 MB/s u verze VLB 2.0

(téméf se nevyskytovala).

1.3.2.4 Sbérnice PCI

Prvni specifikace PCI 1.0 byla uvolnéna v roce 1992 a ta posledni PCI 2.3 az v roce 2002.
Pfichazi s novou koncepci a mezi procesor a samotnou sbérnici je piidana dalsi sbérnice, a
to pomoci mostii. Tyto mosty se stavaji fadi¢i nové sbérnice a maji za ukol vyhnout se
problémim s ¢asovanim jez méla Sbérnice VL bus s pfimym napojenim na sbérnici
procesoru. Ve 32bitovém systému dosahuje propustnosti az 266 MB/s. Obsahovala
technologie PnP (Plug and Play), kter4 zajistovala bezproblémovou instalaci a konfiguraci
nového hardwaru. PCI Bus Mastering je technologie, kterd umoziuje kterémukoliv
zatizeni (kromé Cipové sady) prevzit fizeni nad sbérnici a provadet prenosy dat piimo a tim

zrychlit komunikaci a snizit zatizeni CPU.
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1.3.2.5 FireWire

FireWire (oznaCovany jako i.Link nebo IEEE 1394) byl vyvinut firmou Apple a je to
standardni sériovd sbérnice pro piipojeni pocitacovych periferii. V soucasné dobé se
predevsim pouzivd k piipojeni digitalnich kamer. Ma zakomponované technologie pro
detekci nové pfipojenych zafizeni véetné jejich identifikace a to bez restartu. Obsahuje
technologii Hot plug, kterd umoznuje kdykoli pfipojit nebo odpojit FireWire zafizeni.

FireWire ma datovou propustnost 400 Mb/s. Délka kabelu je omezena na 4,5 metru.

1.3.2.6 USB

USB (Universal Serial Bus) je univerzalni sériova sbérnice. Moderni zpiisob pfipojeni
periférii k pocitaci. Existuji dva typy USB 1.1 (max. pfenosova rychlost 12 Mbit/s) a USB
2.0 (480 Mbit/s). USB 2.0 je zpétn¢ kompatibilni s USB 1.1. Podporuje technologie PnP
(Plug and Play) pro pfipojovani zafizeni bez nutnosti restartovani pocitace nebo
instalovani ovladact. Piipojenym zafizenim USB zaroven poskytuje 1 napdjeci napéti.

Maximalni délka kabelu mezi dvéma zatizenimi je 5 metrti.

1.3.2.7 Sbérnice AGP

Specifikace této sbérnice byla vydana roku 1996. Byla vytvotena kvili pfimému pfistupu
grafické karty k systémové paméti. Misto oznaceni sbérnice je to spiSe vykonné propojeni
grafické karty s procesorem. AGP nabizi tzv. Direct Memory Execute rezim (DIME), ktery
dovoluje grafické karté¢ ukladat textury v hlavni paméti. Pouzivanim AGP sbérnice doslo
k uvolnéni Sbérnice PCI pro ostatni rozsifujici karty. AGP 1x funguje na frekvenci 66
MHz a maximalni pfenosova rychlost je 264 MB/s u AGP 8x je jiz pfenosova rychlost
2100 MB/s.

1.3.2.8 Sbérnice PCI-Express

Sbérnice PCI-Express (3GIO) je nova implementace Sbérnice PCI. Zacina se pouzivat
v roce 2004. Pouziva existujici programovaci navrhy a komunikac¢ni standardy. Je zaloZzena
na mnohem rychlejsi sériové komunikaci. Pro grafické karty se pouziva PCI-E 16x, ktery
dosahuje propustnosti 4 GB/s v obou smérech. PCI-E 1x a 4x se zatim pouzivaji pouze pro

zvukové karty, fadice pevnych diskl a dalsi zatfizeni, které nepotiebuji takovy vykon (tyto
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zafizeni jsou na trhu zatim pouze vyjimkou). Obsahuje point-to-point architekturu, ktera

zajistuje piimé propojeni bez nutnosti sdileni sbérnice.

1.3.3 Déleni zakladnich desek podle ostatnich Kritérii

Zakladni desky se mohou také délit podle toho, kterym procesorem se daji osadit. Timto

tématem se zabyva kapitola Vyvoj procesort.

Dal§im moznym kritériem pro déleni Vyvoj zékladnich desek jsou typy pouzitych
pamét'ovych slotl. VéEtSinou byvaji zakladni desky osazeny jen jednim typem pamétového
slotu. V obdobich kdy nastupovaly nové pamétové standardy byly nékteré zakladni desky

osazovany dvéma typy pamétovych slotu (starym typem a nove€ nastupujicim).

Dal$im kritériem je podporované rozhrani pevnych diski, kterym se zabyva kapitola

Vyvoj pevnych diska.

1.4 Vyvoj pevnych diski
Pevny disk je utésnénou jednotkou nachazejici se v pocitai a pouzivanou pro trvalé
uchovani dat (i po vypnuti PC). [3]

Pevné disky se zacaly objevovat v 50. a 60. letech 20. stoleti. Pevné disky jak je zname
dnes se objevili az v 80. letech. Od té doby prosly znaénym vyvojem. Neékolikrat se
zmeénilo jejich rozhrani viz. Tabulka 6 a az 10 000x se zvysSila jejich kapacita (prvni disky

mély kapacity v fadech MB).

Tabulka 6 Rozhrani pevnych diskt

Rok Rozhrani
1980 ST506
1983 ESDI
1986 IDE

1986 SCSI
1996 EIDE
2001 SATA

Od 80. let 20. stoleti se také disky miniaturizuji od ptivodni velikosti 5,25" az do velikosti
Microdrive (velikost krabicky od sirek). U dneSnich stolnich pocitacli se pouzivaji 3,5"

disky a u pfenosnych pocitact disky o velikosti 2,5".
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1.4.1 Rozhrani ST506

Jednd se o prvni ve vét§i mife pouzivané rozhrani pevnych disk pro pocitace PC. Toto
rozhrani bylo uréeno pro 5 miliond impulsti za sekundu. Toto rozhrani dokdzalo pracovat s
disky, které mély maximalné 16 hlav, a bylo mozné k nému pfipojit maximalné dva disky,
které vyzadovaly co mozna nejkratSi a kvalitni kabeldz. Rozhrani disku se sestdvalo z

napajeciho, datového a fidiciho konektoru.

1.4.2 Rozhrani ESDI

Jedna se o vyrazné zlepSené¢ Rozhrani ST506, u kterého jsou data pfenaSena sériové a
fidici informace paralelné. Podporuje disky, které mohou mit az 256 hlav a pienosova
rychlost byla az 24 Mb/s. Dekodovani dat probiha piimo na desce pevného disku a tim se

snizuje ruseni (kabeldz mize byt delsi). Maximalné mohou byt pfipojeny dva disky.

1.4.3 Rozhrani IDE (ATA)

Bylo navrzeno v roce 1986. Hlavni fidici jednotka disku byla umisténa pfimo na pevny
disk (tim se zkratil kabel na minimum) a vlastni rozhrani uz slouzi pouze jako prostfednik
mezi diskem a sbérnici. Teoreticka prenosova rychlost je 8 MB/s. Zapojeni se provadi
pomoci jednoho 40 Zilového kabelu. Opét zde byla moznost pfipojeni pouze dvou diskli a

to s nastavenim jumperd (propojek).

1.4.4 Rozhrani SCSI

SCSI dovoluje ptipojit ke své sbérnici az 8 riznych zatizeni, z nichZ jedno musi byt vlastni
SCSI rozhrani. Mezi dalsi velké vyhody patii moznost pfipojeni nejen internich zatfizeni,
jako tomu bylo u vSech piedchozich rozhrani, ale i zafizeni externich. Kazdé ptipojené
zafizeni ma vlastni ID (identifikacni ¢islo). Sbérnice musi byt na poslednich zafizenich
ukoncena tzv. terminatory (zakonCovacimi odpory). Pouziva se pro pocitace, které¢ jsou

vice zatézovany. Teoreticka pfenosova rychlost je az 375 MB/s. [3]

Tabulka 7 Rozhrani SCSI

Rozhrani Sbérnice Pienosova rychlost
SCSI 8bit SMB/s
Fast SCSI 8bit 10MB/s
Wide SCSI 16bit 10MB/s
Ultra SCSI 8bit 20MB/s
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Ultra Wide SCSI | 16bit 40MB/s
Ultra 2 SCSI 8bit 40MB/s
Ultra 2 Wide SCSI | 16bit 80MB/s
Ultra 3 SCSI 16bit 160MB/s
Ultra 320 SCSI 16bit 320MB/s
SAS SCSI 32bit 375MB/s (v kazdém sméru)

1.4.5 Rozhrani EIDE (ATA2-ATA7)

Vychézi s Rozhrani IDE a je zpétné kompatibilni. Dovoluje zapojeni ¢ty zafizeni, nemusi
to byt jen disky. Komunikuje bud’ prostfednictvim rezimu PIO (Processor Input Output),
nebo prostfednictvim DMA (Direct Memory Access) rezimu. U ATA-3 je podporovana
technologie S.M.A.R.T.(umozniuje pozorovat a analyzovat vlastni parametry a tim je
schopen rozpoznat bliZici se poruchu) Od verze ATA-4 se jiz pouziva 80 zilovy kabel (40
novych zil slouzi jako stinéni) data jsou kontrolovany pomoci CRC a zavadi se fazeni

ptikazl do front.

Tabulka 8 IDE a EIDE standardy

Prenosovy méd Standard Prenosova
rychlost

PIO 0 ATA (IDE) 3.3MB/s
PIO 1 ATA (IDE) 5.2MB/s
PIO 2 ATA (IDE) 8.3MB/s
PIO 3 ATA2 (EIDE) 11.1MB/s
PIO 4 ATA2 (EIDE) 16.7MB/s
UltraDMA 33 ATAPI-4 (UltraATA-33) 33MB/s
UltraDMA 66 | ATAPI-5 (UltraATA-66) 66MB/s
UltraDMA 100 | ATAPI-6 (UltraATA-100) 100MB/s
UltraDMA 133 | ATAPI-7 (UltraATA-133) 133MB/s

1.4.6 Rozhrani Serial ATA (SATA)

Na rozdil od pfedchozich rozhrani pouziva sériovy pifenos dat. Specifikace téchto diski
byla vytvorena v roce 2001. Dovoluje ptipojovat i jiné zafazeni nez pevné disky. SATA |
podporuje datovy pritok 1,5 Gb/s. Kromé rychlejsi a spolehlivéjsi sbérnice vylepSuje
Serial ATA kabelaz a konektory pro spolehlivou a jednoduchou montaz. Kabely Serial
ATA jsou tenci a povoluji delsi maximalni délku. Prenos dat rozhranim SATA potiebuje
asi 20x mén¢ energie nez PATA. Dalsi vyhodou je podpora HotPlug a HotSwap. SATA 1I
je verze druhé generace a podporuje jiz datovy pratok 3 GBit/s. Na jeden SATA II port 1ze
pripojit az 15 zafizeni. Pevné disky s rozhranim SATA 1II jsou zpétné kompatibilni se

SATA L
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Tabulka 9 Pienosovy mod SATA diski

Pienosovy mod Standard Pienosova
rychlost

SATA 1 SATA (SATA/150) 150MB/s

SATA 2 SATA II (SATA/300) 300MB/s

1.5 Grafické karty

Graficka karta je zafizeni, které zabezpecuje vystup dat z pocitate na monitor. VétSina
grafickych karet umoziiuje zobrazovani v grafickém a textovém rezimu. Nejvetsi vyrobcei

grafickych karet jsou dnes Nvidia, ATI a na poli integrovanych karet Intel.
Zakladnim délenim grafickych karet je pouzita sbérnice pro pfipojeni grafické karty.

Tabulka 10 Sbérnice grafickych karet

Rok Sbérnice

1981 |ISA

1987 |MCA

1988  |EISA

1992 | VESA (VL bus)
1993 | PCI

1997 AGP 1x aZ 8x
2004 PCI Express 16x

Vice v ¢asti Dé€leni podle rozsitujicich sbérnic.
Dal$im spiSe historickym parametrem je dé€leni grafickych karet podle grafického maddu.
Tyto mody se lisi v tom jaké rozliSeni a v kolika barvach jsou schopny zobrazovat. MDA

byl schopny zobrazit pouze dvé barvy (Cernd a bild) a pouze v textovém rezimu, kdezto

XGA byl schopen pii rozliseni 1024 x 768 zobrazit 256 barev.

Tabulka 11 Grafické mody grafickych karet

Rok Grafické mody

1981 MDA
1981 CGA
1982 HGC
1984 EGA

1987 IBM 8514

1987 MCGA
1987 VGA

1989 SVGA

1990 XGA
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Vznikaly 1 novéjsi standardy jako napiiklad QVGA 1280%x960, SXGA+ 1400x1050,
UXGA 1600x1200, QXGA 2048x1536, QSXGA+ 2800x2100, QUXGA 3200%2400
s pomérem stran 4:3 nebo standardy WXGA 1280x800, SXGA 1280x1024, WSXGA+
1680x1050, WUXGA 1920%1200, QSXGA 2560%2048 s pomérem stran 5:4 nebo 16:9.

Dal$im moznym kritériem déleni grafickych karet je typ pouzit€¢ paméti viz. Vyvoj
pamétovych modult. U grafickych karet se miizeme jesté setkat s pamétmi typu DDR4.
Jsou opét rychlejsi a pracuji s nizSim napajecim napétim nez ptedchozi typ DDR3.

Objevily se poprvé u série karet ATI X1950.

1.6 Technologie dotykovych LCD

Dotykovy panel je vstupné vystupni zafizeni, které dokdze zobrazovat jako LCD nebo

CRT monitor, ale také nahradit mys nebo touchpad pro vstup.
Dotykové LCD panely se dé€li na

0 cCtyfvodicové odporoveé

0 p¢étivodicové odporové

0 akustické

1.6.1 Akustické dotykové technologie

Je to jedna znejdokonalejSich dotykovych technologii. Pfi dotknuti prstu obrazovky
vznika akusticka vina, kterd je fadou vysilacl a pfijimacti vyhodnocena jako bod dotyku.
Povrch je celosklenény (neni sestaven ze zddnych vrstev) a tudiz neni tak nachylny
k mechanickému poskozeni. Dal$i vyhodou je lepsi prinik svétla. Nevyhodou je moznost
ovlddani pouze prstem nebo meékkym ukazovitkem a Spatnd funkcénost v praSném

prostiedi.

1.6.2 Pétivodicova odporova dotykova technologie

Se sklada ze sklenéného panelu, ktery je pokryty elektrovodivou a odporovou vrstvou.
Tyto dvé vrstvy jsou od sebe oddéleny siti pro oko neviditelnych bodi. Kdyz je dotykovy
panel zapnuty, prochazi spodni vrstvou elektrické napéti. v ptipadé dotyku obrazovky se
vrchni odporova vrstva pfitla¢i na elektrovodivou. Na elektrovodivé vrstvé se zméni

napéti, coz je dotykovym panelem zaregistrovano a vyhodnoceno. Pétivodicovéa odporova
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dotykova technologie je odoln€js$i nez technologie Ctyivodicova. Ackoliv je propustnost
svétla o trochu horsi nez u technologie SAW, je odporovéa technologie vice odolnd, co se

ty¢e mechanického poskozeni a proto se hodi do Siroké Skaly pracovist.

1.6.3 Ctyfvoditova odporova dotykova technologie

Ctyivodicové dotykové panely se skladaji ze dvou vrstev. Vrchni dotykova vrstva je pod
napétim a spodni vrstva urcuje polohu dotyku. Hlavni piednosti ¢tyivodicové technologie
je nizka spotieba energie, vysokéa reakéni rychlost a vétsi presnost. Nevyhodou je nizsi
odolnost vi¢i mechanickému poskozeni. Tato technologie nedokaze, oproti technologii
pctivodicové, fungovat po poniceni vrchni vrstvy. Proto by se méla pouzivat na méné

zatézovych (doma nebo v prezentacnich mistnostech).

Vyhodou je vysoké dotykové rozliSeni, reaguje na tlak, proto mize byt tento typ
dotykovych panelti ovladan jakymkoliv pfedmétem, na funkci dotykového panelu nema

vliv prach, $pina, voda ¢i svétlo, jednd se o nejpouzivanéjsi dotykovou technologii

Nevyhodou je 80 % priizra¢nosti a odporova vrstva muze byt poskozena ostrymi predméty,

je mén¢ odolna nez pétizilova dotykova technologie. [6]
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Obrazek 1 Cty¥zilova technologie LCD

1. tvrzena vrstva

2. odporova vrstva
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3. elektrovodiva vrstva

4. odporova vrstva

5. vymezovaci bodova sit’
6. sklenény panel

7. dotyk

8. kontroler
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II. PRAKTICKA CAST
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2 DEMONSTRACNI PANELY

2.1 Umisténi panelu

Nejdiive bylo nutné vybrat vhodné umisténi téchto demonstra¢nich panelii. Demonstracni
panely byly vytvéaifeny vyhradné pro vyuku pfedmétu TVP. Vyucujicimu maji usnadnit
vyklad a studentim pomoci si predstavit a pochopit jednotlivé pocitacové komponenty a
periferie. Proto také byla vybrana u¢ebna, ve které se predmét TVP (technické vybaveni

pocitaci) vyucuje.

2.2 Vybér demonstracnich panela

V dalsim kroku bylo potfeba vybrat samotné nasténky. Dulezitym faktorem pii vybéru
byly rozméry a to predevs§im hloubka (pozadovana byla nejméné 100 mm pro uloZeni
zdroje funkéniho prototypu pocitace) a dale také provedeni. Po dlouhém hledani byla jako
nejoptimalnéjsi zvolena nasténka od firmy Multip Moravia. Tato nasténka, kterd je ur¢ena
do vnitinich prostor ma pro nase ucely velmi vhodné rozméry. Jeji vyska i Sitka je 1000
mm a hloubka 150 mm. Dal§im dilezitym faktorem je, Ze je tato néasténka prosklena a
uzamykatelnad. Coz brani pfistupu do nasténky nepovolanym osobam. Na zadni strané
nasténky je nalepen koberec, ktery usnadni pfipeviiovani jednotlivych komponent.
Nasténky byly zakoupeny celkem Ctyfi, ale pro ucely moji bakalaiské prace byly pouzity

pouze tii uzamykatelné nasténky. Posledni byla ponechéna pro budouci vyuziti.

Obrazek 2 Uzamykatelna nasténka


http://www.multip.cz/
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2.3 Navrh rozvrzeni paneli

Pfed samotnym umist'ovanim komponent na nésténky bylo potfeba udélat n¢kolik navrhii
rozmisténi téchto komponent. Dbalo se na to, aby atraktivni a mensi véci byly umistény ve

spodni ¢asti panelu, protoze tato ¢ast bude umisténa v urovni o¢i.

Jeden z moznych navrhl rozmisténi prvkl na prvni nasténce:

1 casova osa 900x50 od 1997 do roku 2007

Stara deska 220x260

Stara deska 220x260

Stara deska 220x260

popis 160x30

popis 160x80

popis 160x30

Mova deska 220x305

popis 160x380

H

popis 80x120 |(popis 80x120

popis 80x120 popis 80x120 popis 80x 120 | |popis 80x120 popis 80x120 popis 80x120

6

7 pamet 135x30 |

| pamet 135x30 | pamet 135x30 | | pamet 135x30

popis 160x30 popis 160x380 popis 160x30

8 popis 160x30

9 Graficka karta Grafickd karta Grafickd karta Grafické karta

0 popis 160x80 popis 160x80 popis 160x80 popis 160x30

Obrazek 3 Navrh panelu s casovou osou

1) Casova osa od roku 1982 do roku 1998
2) Zékladni desky maximaln¢ 4 na nasténku
3) Popis k zakladnim deskam

4) Kolmo ptipevnéné procesory
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5) Procesor, ktery se nepodati zajistit (pouze obrazek)
6) Popis k procesorim

7) Pamétové moduly

8) Popis k pamétovym moduliim

9) Grafické karty

10) Popis k grafickym kartdm

Toto rozlozeni prvkii na demonstracnim panelu nebylo nakonec pftijato. Vice viz. kapitola

2.52a 2.53.

prostor pro kabely & ostatni ved cca 920x440

disk_1 150100

2droj150x 140

disk_1 150100

2

pametove karty cca 500x450

1

zakladni deska 305x214

Obrazek 4 Navrh panelu s prototypem pocitace
1) Funkéni prototyp pocitace

2) Prostor pro pamétové karty



UTB ve Zliné, Fakulta aplikované informatiky, 2007 32

3) Prostor pro kabelaz a ostatni komponenty

2.4 Obsah paneli

Dva panely byly pouzity pro Vyvoj pocitacovych komponent (viz. teoretickd Cast). Na
téchto nasténkach jsou zjednodusené casové osy, které udavaji pouze pocatek a konec

obdobi, ve kterém se tyto komponenty objevily.

Na prvni nasténce je nastinén vyvoj od roku 1982 do roku 1998 a na druhé od roku 1998
az po soucasnost (rok 2007). Nasténky dale obsahuji samotné komponenty, u kterych se
dal né&jakym zpisobem zachytit historicky vyvoj. Patfi sem Vyvoj procesord, Vyvoj
pamétovych moduli, Vyvoj zékladnich desek, grafické karty a zafizeni pro ukladéani dat
(disketové mechaniky a pevné disky). Déle jsou na nasténce nazvy komponent poptipadé

jejich oznaceni nebo funkce.

Na tfetim panelu je umistén funkéni prototyp pocitace, kabeldz, pamétové karty a dalsi
pocitatové komponenty. Na tomto pocitaci bézi mnou vytvorené WWW stranky a

postupem ¢asu by zde méli byt i dal$i interaktivni pomucky pro vyuku.

2.4.1 Prototyp pocitace

Nejzajimavéjsi soucasti tietiho panelu je funkéni prototyp pocitace. Tento pocitac je
sestaven z modernich komponent s ohledem na jejich cenu viz.Chyba! Nenalezen zdroj

odkazi..

Tabulka 12 Komponenty funkéniho pocitace

Zdroj Fortron 350W, ATX/LN/12fan/PFC/P4,24pin, ATX-350PNR

Zakladni deska | GIGABYTE MB Sc AM2 M61P-s3,4xDDR2,4xSATA2,VGA,1394,DualBios
Procesor AMD SEMPRON 3000+ 1.6GHz,128kBL1 256kBL2, socket AM2-BOX
Pamétovy modul | DIMM DDR2 512MB 667MHz CL5, Kingston

Pevny disk SEAGATE BARRACUDA 7200.10, 80GB SATA2/300 7200 RPM, 8MB cache
2.4.1.1 Zdroj

Byl zde pouzit znackovy 350 wattovy zdroj firmy Fortron. Zdroj je pro soucasnou sestavu
znacn¢ predimenzovany takze 1 pii pozd€jSim doplnénim napt. o grafickou kartu nebo
vykonnéjsi procesor, by mél tento zdroj zcela dostacovat. Tento zdroj byl také vybran

z divodu Ze pocita¢ nebude umistén v pocitacové skiini ale upevnén na nasténce.
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Obrazek 5 Zdroj Fortron 350W

2.4.1.2 Zakladni deska

Zakladni deska byla vybrana od firmy Gigabyte s nasledujici specifikaci:

Tabulka 13 Specifikace zakladni desky Gigabyte M61P-S3

Procesor

AMD Socket AM2 Athlon™ 64 FX / Athlon™ 64 X2 Dual-Core /
Athlon™ 64 / Sempron™ procesor

Cipset

NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 430
Super 1/O ¢ip: ITE IT8716

Integrované periférie

T.I. IEEE1394 ovladac

Realtek RTL8211 Gigabit sitovy ovladac
Realtek ALC883 Audio kodek

Pameét’

4 DDR2 DIMM pamétové sloty
Podpora dual channelu s DDR2 800/667/533/400 DIMM
Podpora 1.8V DDR2 DIMMu

Interni I/O
konektory

1 24-pin ATX napajeci konektor

1 4-pin ATX 12V napéjeci konektor
1 disketovy konektor

1 IDE konektor

4 SATA 3Gb/s konektory

1 konektor k chladi¢i procesoru

1 systemovy konektor k chladici
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1 konektor ptedniho panelu

1 konektor ptedniho audia

1 CD In konektor

1 SPDIF In/Out konektor

3 USB 2.0/1.1 konektory az pro 6 piidavnych USB 2.0/1.1 portt
2 IEEE1394a konektory pro 2 ptidavné porty

1 COMB konektor

1 konektor napajeci LED diody

1 konektor signalizujici otevienou skiin

Rozsitujici Sloty

1 PCI Express x 16 slot
2 PCI Express x 1 slot
4 PCI sloty

Zadni Panel I/0

1 PS/2 port klavesnice
1 PS/2 port mysi

4 USB 2.0/1.1 porty

1 paralelni port

1 IEEE1394 port

1 COM port

1 VGA port

1 RJ-45 port

6 audio jacku

Napajeni

ATX napajeci konektor a ATX 12V konektor

Forma desky

ATX; 30.5cmx 21.4cm

H/W Monitoring

Detekce systémového napéti

CPU / detekce systémové teploty

CPU / detekce systémové rychlosti vétrackt
CPU / Systémové varovani teploty
Varovani selhani chladice CPU

Podpora CPU Smart Fan funkci
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Obrazek 6 Zakladni deska Gigabyte M61P-S3

2.4.1.3 Procesor

Procesor byl vybran Sempron 3000+ na patici AM2 s jddrem Manila. Tento procesor byl

vybran hlavné z finan¢nich davodii. Vykon tohoto procesoru je pro naSe potieby

dostacujici.

Tabulka 14 Parametry a specifikace procesoru Sempron 3000+

Parametry a specifikace:

Jadro: Manila
Vyrobni proces: Hustota integrace: 90 nm
Rychlost: Modelové cislo: 3000+

Frekvence: 1,6 GHz
Nasobic frekvence: 8x

Systémova sbérnice:

Frekvence: 800 MHz
Technologie HyperTransport

Cache pamét’:

256 KB L2

Patice:

Socket AM2

Tepelny vykon procesoru (TDP):

62 W

Technologie:

AMDG64
Cool'n'Quiet
3DNow!

SSE

SSE2
HyperTransport

Baleni:

BOX véetné certifikovaného chladice
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Obrazek 7 Sempron 64 3000+

2.4.1.4 Pamét’ovy modul

Pro naSe ucely byl vybran znackovy pamétovy modul od firmy Kingston. S kapacitou

512MB DDR2 SDRAM, frekvenci 667 MHz a ¢asovanim CL5.

Tabulka 15 Vlastnosti vybraného pamét'ového modulu Kingston

Clock Cycle Time (1CK) CL=5 3ns (min.) / 8ns (max.)

Row Cycle Time (tRC) 54ns (min.)

Refresh to Active/Refresh Command Time (tRFC) 105ns

Row Active Time (tRAS) 39ns (min.) / 70,000ns (max.)
Single Power Supply of +1.8V (+/- .1V

Power 1.296 W (operating)

UL Rating 94V-0

Obrazek 8 Pamétovy modul Kingston
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2.4.1.5 Pevny disk

Pevny disk byl zvolen Seagate BARACUDA 7200.10 o pro nas dostacujici kapacité 80
GB. Disk méa rozhrani SATA2 neboli Serial ATA 300, 7200 otacek za minutu, 8MB cache

paméti ptistupovou dobu 8,5 ms.

Obrazek 9 Pevny disk Seagate Baracuda 7200.10

Jako druhy disk byl zvolen starsi IDE disk, ktery je odkrytovan pro ndzornou ukazku prace
disku.

2.4.1.6 Monitor

Tento funkéni pocita¢ by mél dale obsahovat 177 dotykovy LCD monitor, ktery bude
vyveden mimo ndsténku a pfipevnén na zed’ standardnim VESA pfipojenim. Dotykovy
monitor byl vybran od spole¢nosti LG hlavné kvili cené. Tento monitor s oznacenim

L1730SF ma nasledujici parametry:

Tabulka 16 Parametry dotykového LCD panelu L1730SF

Parametry panelu:
- aktivni TFT dotykovy displej, TN

- velikost: 17", format 4:3

- rozte€ boda: 0.282 x 0.282mm
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- rozliSeni: 1280 x 1024

- doba odezvy: 16ms

- kontrast: 500:1

- svitivost: 300 cd/m2

- pocet lamp: 4 CCFL

- pozorovaci thly: 160° / 160°

- pocet barev: 16.2 milionii

- H-frekvence: 30 ~ 83kHz

- V-frekvence: 56 ~ 75Hz

Vstupy / vystupy:

- D-Sub

- USB

Ostatni:

-Odnimatelny podstavec, dva klouby, nédklon +20/-140°, VESA (75x75) montdz na
zed

- rozmery: 398 x 402 x 228mm

- hmotnost: 6.7kg

- spotieba: 40W (zapnuto) / 3W (Usporny rezim)

- zdroj: interni

- certifikaty: TCO99, UL, CUL, TUV-GS, SEMKO, GOST, FCC-B, CE, C-Tick,
VCCI-2, EPA

2.4.1.7 Klavesnice

Klavesnici s touchpadem od firmy Chicony pro interakci s uzivatelem a pro snadné

ovladani. Klavesnice CHICONY KTP-7903 ma ergonomické rozloZeni klaves pro lepsi

praci a také obsahuje touchpad umistény na ergonomické podlozce klavesnice a dvé

tlacitka simulujici levé a pravé tlacitko mysi.
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Obrazek 10 Klavesnice chinony s touchpadem

Obrazek 11 Dotykovy LCD panel
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2.5 Realizace paneli

2.5.1 Prostredky k realizaci

Diky perforované zadni strané¢ panelu bylo zvoleno upeviiovani prvkli na nésténku

nasledujicim zpiisobem.

Obrazek 12 Zadni strana nasténky

Komponenty byly poloZeny na koberec nasténky a poté pocinovanym vazacim dratem o
praméru 0,375 mm ptipeviilovany na nasténku tak aby byl dratek co nejméné vidét. Dratek
byl navlecen na jehlu, kvtli snadnéjsimu prichodu pies koberec. Na zadni strané nasténky

byl dratek zadratovan.

Obrazek 13 Pocinovany dratek
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Obrazek 14 Sada jehel

Pod komponenty malych rozmért, jako jsou procesory a pamétové moduly bylo naneseno
chlorkaucukové lepidlo SIGAPREN. Totéz lepidlo bylo naneseno na nasténku a po chvili
byla komponenta na toto misto pfilepena. Komponenty se musely na del$i dobu zatiZit, aby

lepidlo dobfte piilnulo k obéma materialam.

Obrazek 15 Koberec uvniti nasténky

Zeleny koberec, ktery byl pouzitelny pro samotné umist'ovani komponent v nasténce méfil
pouze 960 mm na Sitku a 860 mm na vySku. Z téchto divodi a také z divodu co
nejveétsiho zaplnéni prostoru nastének bylo zvoleno jiné schéma rozlozeni prvkd na

nasténce.

V dalsim kroku byly vytvofeny popisky v aplikaci Microsoft Word ke vSem
komponentam, které byly na nasténce umistény. Pismo popiskll bylo zvoleno Comic Sans
MS o velikosti 36 bodu coz odpovida cca jednomu centimetru. Popisky byly vytistény na

tvrdsi papir 160 g/m’ a poté vytistény na laserové tiskarné pro delii trvanlivost pisma.
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Takto vytvofené popisky byly jesté¢ podlepeny oboustrannou lepici paskou a dalSim
papirem pro zpevnéni popisku a proti deformaci. Poté bylo na zadni stranu popisku lehce
naneseno kontaktni chlorkaucukové lepidlo SIGAPREN. Popisky se umistily na nasténku,

kde se na chvili lehce zatizily pro lepsi pfilnuti lepidla na koberec.

Obrazek 16 Lepidlo SIGAPREN
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2.5.2 Samotna realizace prvniho panelu

Zakladni deska Zakadni deska
Zakadni deska

2

3 Chiadie
Z3kladni deska Zakladni deska

BIMM] BIMM]
2 72|72

2
3

2

Mechaniky, pevné disky a grafid karty

Obrazek 17 Skutecné rozlozeni na prvni nasténce

1) Zakladni desky
2) Procesory, matematické koprocesory a chladice
3) Pamétové moduly

4) Disketové mechaniky, pevné disky a grafické karty
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Obrazek 18 Fotografie prvni nasténky

Na plochu prvni nasténky bylo umisténo 5 zékladnich desek. Mezi n€ byly umistény
ptislusné procesory, jejich chladice a pamétové moduly té doby. Ve spodni tfetingé
nasténky byly umistény grafické karty, pevné disky a mechaniky pruznych diski. VSe bylo

co nejvice zpracovano tak, aby vSechny komponenty odpovidaly dob¢é svého vzniku.

2.5.3 Samotna realizace druhého panelu

Druha nésténka byla feSena naprosto stejnym zplusobem. VéEtSinu komponent z druhé
nasténky bylo nutno nejdfive zakoupit. Komponenty byly vybirdny podle ceny a
dostupnosti a v neposledni fadé vhodnosti na nasténku.

Kvili nemoznosti umistit na druhou nésténku vice stejnych procesorti (kviali plytvani

finan¢nimi prostiedky) byly procesory pfipevnény kolmo k nasténce. Tento zplisob
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piipevnéni byl zvolen proto, aby byl procesor vidét z obou dvou stran. Ostatni komponenty

byly uchyceny podobné jako na prvnim panelu.

; - b Pentium 4 ] : I l|
Zdkladni deska pro Pentium IIT “

: ; kil Bt
Procesory Pentium ITT DDRZ DIMM - FUED
modul
SR mOdm Zdkladni deska (socket 775)

m{ <Gl e o ' Pamét'avé moduly
'

&

ad’
34 [l : i DDR DIMM moduly|

DOA2 SODIMM
ey

Redukce
DVI-I na D-S5UB

.
| NS
= Na
Grafickd karta (AGP 2.0) Grafickd karta (PCI express)
CBROM inechinika Pk anelzakiadni desky ‘ 1= HO

e

E " Pevny disk 3,57
‘- 4 h§‘ ". R > - | 3
N

o), ke

Obrazek 19 Fotografie druhé nasténky

2.5.4 Realizace tiretiho panelu

Na tento panel byla umisténa kabeldZz, ktera se v soucasnosti pouziva pro nejriznéjsi druhy
propojovani a pripojovani jak samotnych casti pocitace tak jinych perifernich zafizeni.
Také zde byly umistény pamétové karty snad vSech typi. U vétSiny téchto karet se ndm
podafilo zajistit i rizné varianty jednotlivych karet, které se li§i predevsim velikosti
(zmenSeni oproti pivodnimu standardu) a rychlosti ¢teni a zéapisu dat. Posledni a
nejdilezitéjsi polozkou tohoto panelu je funkéni prototyp pocitace, jehoz popis se nachazi

v kapitole Obsah panelt.
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Tento prototyp poéitade byl na nasténku umistén podle platné normy CSN EN 60950-1
Zatizeni informacni technologie - Bezpegnost - Cast 1: Veobecné pozadavky. Kvili
bezpecnosti byly zakladni deska a zdroj umistény na plech, ktery je oddéluje od samotné

nasténky.
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3 WWW STRANKY

Mnou vytvofené www stranky pro popis hardwaru, pro ptedmét TVP jsou vytvoreny
v HTML kodu a v JavaScriptu. Pro tvorbu stranek byl pouzit Microsoft Frontpage a
Golden HTML editor.

Na hlavni strance (index.htm) je mozZnost si vybrat jeden ze tfi paneld, kliknutim na
miniaturni obrazek tohoto panelu. Po vybrani se objevi strdnka s casovou osou a fotografii
nasténky, kterd funguje jako klikaci mapa. Po kliknuti na urcity objekt na obrazku, vyskoci
vnovém okné tato komponenta s popisem a souvisejicimi obrdzky. Na urcitych www
strankach jsou souvisejici obrazky s komponentami zmenSeny, a po kliknuti na tyto
obrazky se zavola funkce JavaScriptu a obrazek se otevie v novém okné bez jakychkoliv
list a pfimo ve velikosti tohoto obrazku. Po kliknuti na takto vyvolany obrazek se obrazek

zavre.
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ZAVER
Ulohou této prace bylo vytvoiit demonstratni panely pro predmét TVP (technické

vybaveni pocitact) a zhotovit jednoduché¢ www stranky s podrobnym popisem vSech

pouzitych komponent.

Prvni krok, pfi tvorbé demonstracnich panelti byl vybrat hardware, ktery chceme na
panelech znazornit. U tohoto hardwaru jsem vytvofil historicky vyvoj od pocatku 80. let
20. stoleti az po soucasnost (rok 2007). V dal§im kroku bylo potieba vybrat vhodné

uzamykatelné nasténky a dokoupit hardware, ktery byl k realizaci panelt nepostradatelny.

vvvvvv

vvvvvv

komponent a jejich popiskti k nasténce. V posledni fazi doslo k samotné realizaci.

Tyto panely maji svou nazornosti usnadnit vyucujicimu vyuku a studentiim lépe poznat a

pochopit principy vystaveného hardwaru.
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CONCLUSION

Target of this work was to create demonstration panels for TVP subject (technical
computer equipment) and make simple web pages with detailed description of all used

components.

First step of creating demonstration panels was to choose type of hardware, which we want
to display. I made brief history from beginning of the 80. of 20. century to present (year
2007). Next step was choosing of acceptable lockable notice board and buying necessary
hardware. Main specification of notice boards was proportions, but mainly depth of notice
board. The most important thing with hardware was the price of it. Also it was important to
specify acceptable way of mounting of components and mounting of their legends to notice

board. Realization was the last phase.

These panels have to, due to their clearness, make easier education for teacher and for

students, lighten principles of exposed hardware.
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SEZNAM POUZITYCH SYMBOLU A ZKRATEK

HTML

LCD

CPU

BTB

PR

DIP

FPU

FPM

EDO

SIPP

SIMM

DIMM

PCI

AGP

SCSI

ATA

CRT

SAW

Jazyk pro tvorbu www stranek

Displej z tekutych krystali

Central processing unit, jiné oznaceni pro procesor

Specialni pamét’ pro dynamickou piedpovéd’ vétveni, Branch Target Buffer
Pentium Rating, oznaceni vykonu procesoru podle frekvence procesort Intel
Dual Independent Bus, sbérnice u L2 cache u procesoru Pentium II
Oznaceni matematického koprocesoru

Fast Page Mode, zastaraly typ pocCitacovych paméti

Extended Data Output, zastaraly typ pocitacovych paméti

Oznaceni staré¢ho typu pamétového modulu s piny

Oznaceni starého typu pocitaového modulu s kontakty

Dual Inline Memory Module, typ pamétového modulu

Peripheral Component Interconnect, typ pocitacové sbérnice

Accelerated Graphics Port, typ pocitacové sbérnice pro grafické karty
Small Computer System Interface, typ rozhrani pevnych diska

Advanced Technology Attachment, typ rozhrani pevnych diski

Cathode ray tube, katodovy monitor

Akustickd dotykova technologie LCD
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